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Chipkarte und Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 




Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Chipkarte sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen 
Chipkarte mit einem Kartenkorper und mindestens einer darin angeordneten Ausnehmung 
zur Aufnahme mindestens eines Chipmoduls mit Modulanschiussen im Randbereich des 
5 Chipmoduls und einem in dem Kartenkorper emgebetteten leitfahigen Strukturkorper mit 
Korperkontaktanschlussen, insbersondere einer Antenne mit Antennenanschlussen, die un- 
terhalb des Randbereichs des Chipmoduls angeordnet sind, gemaH den Oberbegriffen der 
Patentanspruche 1 und 7. 



10 Derartige Chipkarten sind in der Regel als Kreditkarten, Bankkarten, elektronische Borsen 

•usw. ausgebildet und dienen zur bargeldlosen Abwicklung von Transaktionen, wie beispiels- 
yvelse zum Entrichten eines Beforderungsentgelts im Personennahverkehr oder zum Bezah- 
len eines Kaufpreises fiir eine Ware oder Dienstleistung. Welterhin kann eine derartige Chip- 
karte auch als AuswQis fur eine beruhrungslose Zugangskontroile eingesetzt werden. 

15 

Oblichenveise weisen Chipkarten eine Ausnehmung zur Aufnahme eines Chipmoduls auf, 
welches einen integrierten Schaitkreis zur Speicherung, Verarbeitung und/oder Erkennung 
von Informationen, die mit einer Vonichtung ausgetauscht werden, beinhaltet, wobei Chip- 
karte entweder In die Vorrichtung eingefuhrt oder dieser nahe gebracht wird. 

20 

Zudem belnhalten kontakllose Chipkarten fur eine Energle- und Datenubertragung mit relativ 
niedrigen Frequenzen Antennen, die in der Regel in den Kartenkorper einlamlnlert sind und 
deren Antennenanschiusse mit ModulanschlQssen des eingesetzten Chipmoduls elektrisch 
verbunden sein mussen. 



PATbntanwalt Christ^^^P^nnke 

- 2 - 



MBR-015-DE 



Herkdmmlicherweise gibt es zwei haufig verwendete Verfahren fur die Herstellung leitender 
Kontakte zwischen ModuianschlQssen und darunter liegenden AntennenanschlQssen bei 
Herstellungsverfahren von Dual Interface Karten. Bel dem so genannten ACF-Verlahren wir 
5 efne elektrische Verblndung zwisdien moduluntereeitig angeordneten KbntaktanschlQssen 
und darunter angeordneten seltlich vorstehenden AntennenanschlQssen ein Helfi- Oder 
Schmelzkleber mlt darin angeordneten leitfahigen Partikein angeordnet. In denen der Kleb- 
stoff auf eine Oberfislche des Kartenkdrpers im Berelch der Ausnehmung. in welche das 
Chipmodul eingesetzt wird, aufgetragen wird. Die leitfShigen Partikel erzeugen nach dem 
10 Einbau des Chipmoduls einen elektrischen Kontekt zwischen den ModuianschlQssen und 

• den daainter liegenden AntennenanschlQssen. HIerfQr wird der l^eif^ oder Schmelzkleber 
nach seinem Auflragen und nach dem Einbau des Chipmoduls unter Berucksichtigung be- 
stimmter Werte fOr die Parameter Temperatur, Druck und Zeitdauer envamnt und ausgehSr- 
tet EIn derartiges Verfahren wird beispleiswelse in der DE 197 09 985 A1 ge^lgt. 

15 

Derartige ausgehartete Hei&- und Schmeizklebem, die zugieich eine mechanische Verbln- 
dung zwischen Chipmodul und i^rtenkdrper erzeugen, haben bei einer hSufigen Biegebe- 
anspruchung ein Losen der elektrischen Verbindungen aufgrund der plastlschen und eiastl- 
schen Verfonnungseigenschaften der Heifl- und Schmelzkleber zur Folge. Hierdurch ent- 
.2 0 steht eine elektronisch unzuveriSssige Verblndung in der Chipkarte. die beispleiswelse vom 
Typ Dual-Interface ist. 

•Aus DE 197 47 388 CI ist eIn weiteres Verfahren zur elektrischen Verisindung von Anten- 
hen- und ChipmodulanschlQssen mittels eines leitfahigen, flQssigen Klebstoffes bekannt. In 
25 einer fQr die Aufhahme des Chipmoduls vorgesehen Ausnehmung (Kavitat) innerhalb des 
Kartenkdrpers wird von einer fQr das Aufkieben des Chipmoduls vorgesehene randseitige 
Kiebefl§che mindestens eine Bohrung zu den darunter liegenden AntennenanschlQssen ge- 
fertigt, um In diese einen leitfahigen flQssigen Klebstoff dosiert einzufQhren. Nach einer der- 
artigen Dosierung wird unmittelbar darauf das Chipmodul mit einem auf die Kiebeflache auf- 
3 0 getragenen Klebstoff eingesetzt. Der Klebstoff wird bei einer voriaestimmten Temperatur 
durch warmeinwirkung oder bei Venvendung von zweikomponentigen Klebstoffen durch 
exothenne Reaktionen ausgehSrtet. Aufgrund seiner stelfen und harten Eigenschaften sowie 
unterschiedlicher Haftungseigenschaften bezQglich der zu verbindenden Telle welsen derar- 
tige Klebstoffie bei h§ufig auftretenden dynamischen Belastungen, wie Sle durch teisches 
3 5 Einschieben der Chipkarte in einen Qeklautomaten oder durch Aufbewahren der Chipkarten 
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in an sich flexibel gestalteten Portemonnaies auftreten kdnnen, hSufig Kohdsions- und/oder 
AdhasionsbrUche im KlebstofFdurch Oberdehnungs- und Enmudungserscheinungen auf. 

Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung die Aufjgabe zugrunde, eine Cliipl^rte mit el- 
5 nem eingesetzten Ciiipmodul und einem in der Cliipkarte integrierten leitfaliigen Strulcturkdr- 
per. wie eine Antenne, zu VerFQgung zu stelien, die eine eielctriscli daueriiafte Verbindung 
zwischen Chifpmodul- und KorpericontalctanscliiLissen seibst bei iioher und iiaufiger Biegebe- 
anspmchurig sichersteiit sowie ein Verfaiiren zur Herstellung einer derartigen Chiplorte zur 
Verfugung zu stellen. 

10 

• Diese Aufgabe wird durcii eine Ciiipl^arte mit den Merl<maien gemaH Patentanspmch 1 und 
durcli ein i-lei^teilungsverfaliren mit Merlcmalen gemall Patentanspmcli 7 geiost. 

Ein wesentliciier Punlct der Erfindung liegt darin, dass bei einer Chipkarte mit einem Karten- 
15 korper, mindestens einer darin angeordneten Ausnehmung zur Aufhahme mindestens eines 
Chipmoduls mit Modulanschlussen Im Randbereicli des Chipmoduls und einem in den Kar- 
tenkdrper eingebetteten leitfahigen Strukturkdrper, wie einer Antenne mit Antennenanschlus- 
sen, die unterhalb des Randbereiclis des Chipmoduls angeordnet sind, bei eingebautem 
Chipmodul zwischen den ModulanschlUssen einerseits und den Korperkontaktanschlussen 
20 anderseits KlebstofFteile aus elastischem leit^higem Material unter Druckbeaufschlagung zur 
Kontaktherstellung zwischen den Anschlussen angeordnet sind. Derartige Klebstoffteile sind 
vorzugsweise punktweise auf den Korperkontaktanschlussen oderden Modulanschlussen 

•vordem Einbau des Chipmoduls aufgetragen und ausgehartet Anschiiellend wird das 
Chipmodul in den Kartenkorper eingebaut, wodurch die Klebstoffteile als fedenA^irkende Puf- 

2 5 fer zwischen den Anschlussen zusammengedruckt werden und aufgrund ihrer elastischen 

Eigenschaften einen dauerhaften, flexiblen, elektrischen Kontakt zwischen den Modul- und 
, Korperkontaktanschlussen herstellen. 

Durch die Venvendung eines vorzugsweise flussigen hochgefuilten Klebstoffes auf Siiikon- 

3 0 basis wird nach Einbau des Chipmoduls ein elektrisch leitfahiger Bump erhalten, der seibst 

bei hoher und hSufiger Biegebeanspruchung der Chipkarte weder Risse aufweist noch einen 
Zwischenraum zwischen den Klebstpffsteiien und den Modul- oder Korperkontaktanschius* 
sen entstehen lasst. 
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Vorzugsweise sind die Klebstoffteile innerhalb Aussparungen angeordnet, die in dem Kar- 
tenkdrper unterhalb des Randbereichs des Clfiipmoduls angeordnet sind und bodenseitig mit 
den Kdrperlcontalctanschiussen abschliellen. Derartige Aussparungen weisen eine ausrei- 
chende VolumengrdOe zur vollstSndigen Aufnaiime der KlebstofRelle unter Dmckbeauf- 
5 schiagung auf. 

Die IHohenabmessungen der Ausspamngen In Riclitung des Kartenlcdrperdiclcenveriaufs sind 
geringer ais die Hdlie der Qufgetragenen Kiebstoffteile ohne Drucidbeaufschiagung, also vor 
dem EInbau des Chipmoduls. Vorzugsweise sind die aufgetragenen Klebstoffteile 
1 0 0,05 - 0,1 5 mm liolier als obere Randbereiche der Aussparungen, in welchen die Klebstoff- 
.telle angeordnet sind. 




Nach EInbau des Ciilpmoduis werden die Klebstoffteile durch die Modulanschlusse des 
Chipmoduls nach unten gedrtlckt und erfahren hierdurch eine Ausdehnung In die Chipicarten- 

15 iangs- und Chipkartenbreitenrichtungen. Sobald die Modulanschlusse auf dem oberen 

Randbereich der Aussparungen aufsetzten, ist nahezu die gesamte Volumengr5lle der Aus- 
sparungen mit den zusammengedruckten Kiebstoffteilen ausgefUilt. Auf diese Weise wird 
eine weitere Ausdehnung der Kiebstoffteile selbst nach langjahrlger Benutzung der Chipkarte 
vemfiieden, wodurch die Bildung von Zwischenraumen zwischen den l\/lodul- Oder Korperkon- 

20 taktanschlussen und den Kiebstoffteilen aus elastischem Material vermieden werden kann. 



Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsformen ergeben sich aus den UnteransprUchen. 

^^^ortelle und ZweckmaRigkeiten sind der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der 
25 Zeichnung zu entnehmen. Hierbei zeigen: 

Fig.1 eine Querschnittsansicht eines Ausschnitts einer Chipkarte gemaH dem Stand der 
Technik; 

3 0 Fig.2 eine Draufsicht einer Ausnehmung zur Aufnahme eines Chipmoduls einer Chipkar- 
te gemaa dem Stand der Technik; 

Fig.3 eine Querschnittsansicht eines Ausschnitte Qiner Chipkarte gemall einer AusfQh- 
rungsform der Erfindung vor dem Einbau des Chipmoduls und 



35 
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Rg.4 eine Querschnittsanstcht des Ausschnitts der Chipkarte gemaH der in Fig. 3 gezeig- 
ten Ausfulirungsfonn der Erflndung nacii dem Einbau des Chipmoduls. 

Figur 1 zeigt in einer Querschnittsansicht ausschnittsweise eine Chiplcarte gemaft dem Stand 
5 der Technilc, bel der n^cli dem genannten ACF-Verfahren ein Kartenlcdrper 1. in welchem ein 
leitfaliiger Strukturkorper, wie eine Antenne mit Antennenansclilussen 2 angeordnet ist, mit 
einem Ciiipmodui 3 mittels eines HeiKkiebers verbunden ist. Das Chipmodul 3 weist an sei- 
ner Unterseite MpdulansclilUsse 3a auf, die nach dem Einbau des Ctiipmoduis mit den An- 
tennenanscliiQssen 2 
10 eiektriscli verbunden sein mussen. 

^^^Zur elektrischen Verbindung der Anschlusse 2 und 3a sind in dem HeiUkieber 4 leitfaiiige 

Partikei in Form von versilberten Giaskugein 5 mit einem Durchmesser von ca. 50 pm ange- 
ordnet, die im Zwisclienbereicli zwischen den Ansciiiussen 2 und 3a eine Kontaktierung der 
15 AnschiUsse bewirken, wie es durcli das Bezugszeiclien 5a dargestellt wird. 

Derartige nacli dem ACF-Verfaiiren liergestellte Chipkarlen weisen nacli der Durciifulirung 
von Biege- und Torsionstests einen deutiichen Quaiitatsverlust in der eiektrisclien Verbin- 
dung zwisciien den Ansciiiussen 2 und 3a bereits be! einer Biegebeanspruciiung von 750. bis 
20 1 000 Biegungen auf. 

In Figur 2 wird in einer Draufsicht eine innerhaib eines hier niciit gezeigten Kartenkdrpers 

•angeordnete Ausnehmung (i<avitat) filr die Aufnalime eines Ciiipmoduls zeigt, wie sie aus 
dem Stand der Teclinik bekannt ist. Die Ausneiimung besteht aus einer Kiebeflaciie 6 zum 
25 Verkleben des Ciiipmoduls mit dem Kartenkdrper und einer etwas tiefer gesetzten Flaclie 7, 
die genOgend Freiraum fur das an der Unterseite des Ciiipmoduis befindiiche Die zur Verfu- 
gung steiit. Auf diese Weise wird das Chipmodul sozusagend „scliwimmend" in dem Karten- 
kdrper gelagert, mit dem es ledigiich in seinem Randbereich fest verbunden ist. 

3 0 Zusatzllclie Bohrungen 8 sInd von der Klebeflache 6 abwarts laufend zu den darunter lie- 
genden Antennenansclniussen angeordnet, um darin ieitfaiiigen flUssigen Kleber anzuord- 
nen. Nach dem Dosieren des Klebstoffes in den Bohrungen 8 wird unmittelbar darauf das 
Chipmodul auf die Klebeflache 6 gesetzt und durch Warmeeinwirkung eine Aushartung der 
venA^endeten Klebstofie bewirkt. 



35 
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Aufgrund des In den Bohaingen 8 vorhandenen leitHhigen Klebstoffes findet eine elektrische 
Verbindung zwischen den hiernicht gezeigten AntennenanschlQssen und den hier nicht ge- 
zeigten darQber liegenden ModulanschlQssen des eingesetzten Chipmoduls statt 

5 Derartige Klebstoffverbindung welst infolge von Oberdehnung und ErmQdungserscheinungen 
aufgrund auflretender dynamischer von auHen auf die Chipkarte wirkenden Belastungen 
Rissbildungen auf. 

In Figur 3 wird in einer Querschnittsansiclit aussdinittsweise eine Halfte einer Chipkarte ge- 
10 mail einer Ausfuiirungsform der Erfindung gezeigt. In einem Kartenkdrper 1 1 sind zwei un- 

•terschiedlich tiefe Ausnelimungen 12a und 12b zur Aufnal^me eines Ciiipmoduis angeordnet. 
Innerhalb des Kartenkorpers 11 ist eine Antenne mit einem Antennenansciiluss 13 einlami- 
niert, wobei der Antennenanschluss 13 unteriialb eines Randbereichs der Ausneinmung 12a 
angeordnet ist 

15 

In einer oberiialb des Antennenanschlusses 13 schlitzartig oder boiirungsartig angeordneten 
Aussparung 15 innerhalb des Kartenkorpers 1 1 ist ein Klebstoffteil 14 aus elastischem, leit- 
fahigem Material, das vorzugsweise auf Sillkon Oder silikonartlgem Material basiert, mit einer 
Gesamthohe 14a, 14b angeordnet. Der Hphenanteii 14b entspricht der Hohe der Ausspa- 

20 rung 15, also dem Abstand von dem Antennenanschluss 13 zu einem oberen Randbereich 
15a der Aussparung 15. Der Hohenanteii 14a entspricht dem Abstand von dem oberen 
Randbereich 15a bis zur Oberkante des Klebstofftelis 14 und betragt vorzugsweise 

^11^0,05 - 0,15 mm. 

25 in Figur 4 wird in einer Querschnittsansicht der Ausschnitt der in Figur 3 gezeigten Chipkarte 
nach dem Einbau der Chipkarte gezeigt. Gleiche oder gleichbedeutende Bauteiie sind mit 
denseiben Bezugzeichen bezeichnet. 

Nachdem ein Chipmodui mit Moduianschiussen 17 und oberseitigen KontaktRachen 18 im 
30 Randbereich 16a des Chipmoduls 16 auf den Kartenkdrper 1 1 gepresst damit verklebt wor- 
den ist, wird der Klebstoffteil 14 aus elastischem leitfahigem Material in Richtung des Chip- 
kartendickenveriaufs zusammengedrQckt und unter Druckbeaufschlagung an die beiden An- 
schlusse 13 und 17 gepresst. 
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Die VolumengrSBe der Aussparung 15 mit ihren oberen Randbereich 15a und ihren seltli- 
chen Randbereichen 15b ist derart bemessen, dass der Klebstoffteil 14 bei Aufliegen des 
Modulansdilusses 17 auf dem oberen Randbereich 15a der Aussparung 15 naliezu die ge- 
samte Aussparung 15 ausfullt, so dass ein Nadigeben des Klebstoffleils 14 In seitlidier 
5 Richtung - also in Chiplcartenlangs- Oder Chipl(artenbreitenriclitung - seibst nacli iang]§iiri- 
ger Benutzung der Cfiipkarte nicht mSglich ist. Auf diese Weise wird ein dauerhafter eieldri- 
scher Kontaict des leitfShigen, eiastisciien KlebstofFteils zu den WtodrnU und Antennenan- 
sclilQssen 1 3 und 1 7 aufrechterlialten. 



1 0 Die liier gezeigte erfindungsyemaHe Ciiipi<arte und das damit verbundene Herstellungsver- 

•^liren weisen gegenuber Cliipicarten und Verfiahren, bei denen HeiHicleber verwendet wer- 
den, weitertiin den Vorteii auf, dass im Falle einer Auftragung von zuviei Kiebstoffteilen l<ein 
seitliches Austreten und Vemnreinigen der Kartenoberfiaclie belm implantieren des Cliipmo- 
duis mogiich ist, da die KiebstofTteiie bereite vor dem Einbau des Ciiipmoduis ausgeliartet 
15 sind. 



Samtiiche in den Anmeidungsunteriagen offenbarten l\/lerlcma!e werden als erfindungswe- 
sentiicli beansprucht, soweit sie einzein oder in Kombination gegenuber dem Stand der 
Tecliniic neu sind. 




25 



30 



Bezugszeichenliste 



35 



'1 


Kartenl<6rper 


2 


Kontal(tanscliiuss einer Antenne 


3 


•Cliipmodul 


4 


Hei&icieber 


5,5a 


yersiiberte Giasicugein 


6 


Klebeflaciie 


7 


untere Ausnetimungsfiaciie 


8 


Bohrungen 


11 


l^rteni<drper 


12a, 12b 


Ausneiimungen 


13 


Antennenanschluss 


14 


Klebstoffteii 
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14a, 14b Hdhe des KlebstofReils 

15 Ausspamng 

1 5a oberer Randbereich der Aussparung 

15b settliche RSnder der Aussparung 

5 16 Chipmodul 

17 Modulanschluss 

1 8 oberseitige Kontaktflache des Chipmoduls 
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Chipkarte und Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 




5 PatentansprUche 

1 . Chipkarte mit einem Kartenkorper (11), mindestens elner darin angeordneten Aus- 
nehmung (12a, 12b) zur Aufnahme mindestens eines Chlpmoduls (16) mit I^odulan- 
schiiissen (17) im Randberelch (16a) des Chipmoduls (16) und einem in den Karten- 
10 korper (1 1 ) eingebetteten leitfihigen Stmkturkdrper mit Korperkontaktanschiussen 

(1 3), insbesondere einer Antenne mit Antennenanschiiissen, die unterlialb des 
Randbereichs (16a) des Chipmoduls (16) angeordnet sind, 
dadurch gekennzerchnet, dass 
bel eingebautem Chipmodul (16) zwischen den l\/lodulanschlQssen (17) einerseits und 
15 den KofperkontaktanschlQssen (1 3) anderselte vorzugs\weise punktweise aufgetrage- 

ne Webstofftelle (14) aus eiastlschem, lertfahlgem Materiai unter Druckbeaufechla- 
gung zur Hersteliung eines Kontakts zwischen den Anschlussen (13, 17) angeordnet 
sind. 

20 2. Chipkarte nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Klebstoffteiie (14) Innertialb Aussparungen (15) angeordnet sind, die in dem Kar- 
tenkSrper (1 1 ) unterhalb des Randbereichs (16a) des Chipmoduls (1 6) angeordnet 
sind und bodenseitig mit den Korperkon^ktanschlQssen (13) abschlieden. 




3. Chipkarte nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Aussparungen (15) eine ausreichende Voiumengr5Be zur volls^ndlgen Aufnah- 
me der KlebstofReiie (14) unter Druckbeaufschlagung aufwelsen. 

30 

4. Chipkarte nach Anspruch 2 Oder 3. 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Aussparungen (15) in Richtung des KartenkSrperdickenvertaufs HShenabmes- 
sungen (14b) aufwelsen, die geringer als die Hdhe (14a. 14b) der punktweise aufge- 
3 5 tragenen Klebstoffteiie (1 4) ohne DruckbeaufBchlagung sind. 
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5. 

5 



10 6. 




15 7. 



20 

• 



Chipkarte nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Klebstoffteile (14) aus elastischem Material vordem Einbau des Chipmoduls (11) 
ausgehartet sind, urn nacli dem Einbau des Chipmoduls (11) als federwirkende Puffer 
einen dauerhaften Kontakt zvwischen den Chlpmodul- und K5rperkontaktanschlussen 
(13,17) iierzustellen. 

Chipkarte nadi eInem der vorangegangenen Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Klebstoffleile (14) vorrangig entlang des KartenkSrperelickenverlaufs als fedenwir- 
kende Puffer wirken. 

Verfahren zur Herstellung von Chipkarten mit einem KartenkSrper (11). mindestens 
einer darin angeordneten Ausnehmung (12a, 12b) zur Aufhahme mindestens eines 
Chipmoduls (16) mit ModulanschlQssen (17) im Randbereich (16a) des Chipmoduls 
(16) und einem In den Kartenk5rper (11) eingebetteten leitfahigen Strukturkorper mit 
KSrperkontaktanschlQssen (13), insbesondere einer Antenne mit AntennenanschlQs- 
sen, die unterhalb des Randbereichs (16a) des Chipmoduls (16) angeordnet sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

vor dem Einbau des Chipmoduls (11) Klebstoffleile (14) aus elastischem. leitfahigem 
Material auf die Kdrperkontaktanschiiisse (13) und/oder die ModutanschlQsse (17) 
aufgetragen und ausgehSrtet lassen werden und anschliel&end das Chipmodul (11) 
unter Druckbeaufschlagung der Klebstoffteile (14) aus elastisdiem Material In den 
Kartenkorper (1 1 ) eingebaut wird. 

Verfahren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet. dass 

die Klebstoffteile (14) vor dem Einbau des Chipmoduls (1 1) um 0.05 bis 0,15 mm ho- 
her als obere Randbereiche (15a) von im Kartenkdrper angeordneten Aussparungen 
(15) zur Aufhahme der Klebstoffteile (14) aufjgetragen werden. 
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Chipkarte und Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 

5 

Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen 
10 Chipkarte mit einem Kartsenkorper (1 1), mindestens einer darin angeordneten Ausnehmung 
(12a, 12b) zur Aufnahme mindestens eines Chipmoduls (16) mIt ModulanschlQssen (17) Im 

•Randbereich (16a) des Chipmoduls (16) und einem In den KartenkSrper (11) eingebetteten 
leitfahigen Strukturkorper mIt Korperkontaktanschlussen (13). insbesondere einer Antenne 
mit Antennenanschliissen, die unterhalb des Randberelchs (16a) des Chipmoduls (16) an- 
15 geordnet sind, wobel bel eingebautem Chlpmodul (1 6) zwischen den ModulanschlQssen (1 7) 
einerselts und den KorperkontaktanschlQssen (13) anderseits vorzugswelse punktwelse auf- 
getragene Klebstofftelie (14) aus elastlschem, ieitfShigem Material unter Dmckbeaufschla- 
gung zur Herstellung eines Kontakts zwischen den Anschlussen (13, 17) angeordnet sInd. 

20 

(Figur 3) 
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